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摘要

在中美技术竞争持续升级的背景下，美国对华芯片出口管制政策

正深刻影响全球半导体价值链的布局与调整。韩国作为全球存储芯片

的核心供应国，同时深度嵌入中美两大市场，其半导体出口结构面临

前所未有的重构压力。本文基于全球价值链重组视角，构建“政策冲

击—价值链调整—出口结构重构”的分析框架，运用扩展的贸易引力

模型，采用 2010年第一季度至 2025年第四季度的季度面板数据

（共 64个观测值），实证考察美国对华芯片限制（以 2025年撤销三

星、SK海力士在华工厂 VEU豁免资格为政策冲击）对韩国半导体对

华出口、对美出口及出口总额的影响，并通过 HS编码分项（存储芯

片、逻辑芯片、其他集成电路）揭示出口结构变化的品类差异。

研究发现：第一，中美两国 GDP增长对韩国半导体出口均具有

显著的正向拉动作用，验证了需求拉动假设，其中美国 GDP的弹性

系数（1.208）显著高于中国（0.846），表明美国市场对韩国高附加

值半导体的直接需求更为强劲。第二，地理距离仍是贸易的显著阻力

因素，符合引力模型的理论预期。第三，美国 VEU豁免撤销政策导

致韩国对华半导体出口显著下降约 38.5%，同时对美出口显著上升约

29.8%，总出口未发生统计上显著的净变化，验证了“市场切换”假

设——韩国半导体出口在中美两大市场之间形成了结构性对冲，实现

了“以美补华”的出口替代。第四，品类分项回归显示，存储芯片（HS

854232）受政策冲击最为显著（系数-0.517），而逻辑芯片（HS



854231）受影响不显著，验证了“品类分化假设”，反映了中国国产替

代效应在存储芯片领域的快速推进（长江存储、长鑫存储全球市占率

分别达 13%和 8%）。

本文的实证结论表明，美国对华芯片管制并未导致韩国半导体总

出口大幅下滑，而是推动了其出口市场从中国向美国切换、出口产品

从低端向高端逐步升级的结构性重构。基于此，本文从韩国层面（市

场多元化、优化对华产品结构、强化技术自主创新）、中国层面（加

速国产替代、深化中韩互补合作）及国际合作层面（维护多边规则、

构建开放包容的价值链）提出了政策建议，为理解中美科技竞争对第

三方经济体的溢出效应及全球价值链重组提供了经验证据。

关键词：中美技术竞争；芯片出口管制；韩国半导体；出口结构

重构；全球价值链重组；引力模型
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一、研究背景

全球半导体产业是数字经济的物质基础，也是大国科技博弈的战略制高点。自 2022

年美国实施对华先进计算芯片和半导体制造设备出口管制以来，全球半导体供应链的地

缘政治化趋势不断加剧。美国对华科技封锁呈现“行政收紧”与“盟友协调”并行推进的特

征。

在这一政策背景下，韩国作为全球半导体产业链的重要参与者，其半导体出口结构

正在经历深刻调整。从出口市场看，韩国对华半导体出口面临下降压力，中国在其出口

总额中的占比有所降低，而对美出口份额上升，美国逐渐成为重要目的地。这一变化反

映出传统“韩国中间品—中国加工—美国最终品”的价值链模式正在面临调整。

从产能分布看，韩国半导体企业在华工厂仍占据重要地位，但面临美国出口管制收

紧带来的设备采购与技术升级挑战。与此同时，中国半导体国产化进程持续推进，国产

设备占比和存储芯片领域本土企业市占率均有提升。

从全球价值链重组视角看，中美科技博弈正推动亚太半导体价值链从传统的纵向分

工模式，向以中美各自为核心的“双轨”乃至“多轨”体系转型。韩国在这一重构中扮演特

殊角色：既是美国技术管制体系的重要盟友企业所在地，又是中国市场的重要供应方，

同时面临中国在存储芯片领域的技术追赶压力。

基于此，本文从全球价值链重组的分析视角出发，系统考察美国对华芯片出口管制

政策如何影响韩国半导体产业出口结构，进而探讨韩国在双重压力下的出口战略调整方

向与路径。

二、研究现状

围绕中美技术竞争对全球半导体产业的影响，国际学术界已形成丰富成果，主要集

中于出口管制政策效果、供应链重组及第三方国家溢出效应。



在国际及智库层面，研究重点评估出口管制对盟友经济的溢出影响。Kim 和 Cho

(2024) 利用韩国出口数据实证发现，2022年 10月美国出口管制实施后，韩国半导体出

口显著下降约 14%，其中记忆体芯片下降最为明显（约 32%），并伴随单位价格下行

压力。该研究为政策冲击的量化分析提供了基准。 经济合作与发展组织（OECD，2023；

2025）在《Mapping the Semiconductor Value Chain》等报告中指出，半导体 GVC高

度集中于东亚，地缘政治风险正推动“friend-shoring”和区域化重构，强调供应链韧性。

Gereffi等（2005）提出了全球价值链的经典治理理论，Frederick等（2017）则详细分

析了韩国在电子及半导体全球价值链中的主导地位（记忆体芯片为核心），但对中国市

场存在显著加工再出口依赖。

韩国本土学者研究更为直接。Heo等（2025）从全球价值链断裂视角分析韩国出口

结构变化，认为中美摩擦正导致传统“韩国中间品—中国加工—美国最终品”链条调整。

中国国产化加速也引发“制裁悖论”讨论。欧洲研究侧重区域化趋势，认为半导体产业正

从全球开放分工转向地缘政治阵营下的“双轨”或“多轨”体系。

（二）国内研究现状

国内学者对中美半导体博弈及第三方影响的研究显著增加，涵盖地缘政治、GVC 重

构与产业政策。清华大学战略与安全研究中心（2024）分析美国 VEU机制变化对盟友

企业的影响，认为这不仅是技术管控，更是考验盟友信任的举措。在国内研究中，部分

学者（如中国半导体行业协会，2025）关注供应链区域化，指出中美对等措施为国产替

代提供机遇，中国半导体设备国产化率稳步提升。

（三）研究述评

现有文献积累丰富，但存在以下不足，为本文提供了创新空间： 第一，研究对象上，

聚焦中美双边者多，对韩国这一关键第三方国家的系统性量化研究仍显不足，现有韩国

相关研究多为描述性或初步实证。 第二，理论视角上，虽有 GVC框架提及，但将

Gereffi治理理论与出口结构重构（产品品类切换、市场多元化、价值增值提升）系统结

合的实证研究较少。 第三，研究方法上，定量检验相对薄弱，尤其缺乏基于季度数据或

面板方法的扩展引力模型结合品类分项分析，对韩国出口“结构重构而非单纯下降”的严

谨证据。



本文创新在于从 GVC重组视角构建“政策冲击—价值链调整—出口结构重构”分析框

架，采用季度面板数据下的扩展引力模型与品类分项分析，填补韩国案例在中美技术竞

争溢出效应研究中的空白。

三、理论基础与研究假设

（一）理论基础

1. 引力模型

引力模型是国际贸易实证研究中分析双边贸易流量的经典工具，其灵感来源于牛顿

万有引力定律。Tinbergen和 Poyhonen于 20世纪 60年代独立将这一思想引入贸易领

域，提出两国之间的贸易规模与它们的经济规模（通常用 GDP衡量）成正比，与两国之

间的地理距离成反比。该模型的基础形式可表达为 Mij​ =kYi​ Yj​ /Dij​ ，其

中 Mij ​ 表示 i国与 j国之间的贸易额，Yi​ 与 Yj​ 分别为两国的经济规模，Dij ​ 表示

两国之间的地理距离。

此后，Linnemann（1966）将人口变量引入模型，认为人口规模既反映了生产端的

供给能力，也反映了消费端的市场需求。Bergstrand（1985）进一步将人均收入纳入模

型，用以反映要素禀赋差异对贸易结构的影响。经过数十年发展，引力模型已成为国际

贸易流量实证研究中使用最为广泛的分析工具。扩展后的引力模型一般形式可表达为：

ln�푖��​ = �0​ + �1​ ln푌푖�​ + �2​ ln푌�� ​ + �3​ ln퐷푖�​ +∑훾� ​ ln푋�, 푖�� ​
+ 휀푖��​

2. 全球价值链理论

全球价值链理论起源于 Porter（1985）的价值链概念，经 Gereffi等学者系统发展

（Gereffi et al., 2005）。该理论认为，在全球化背景下，产品的设计、研发、制造、组

装、营销等环节被分解到不同国家/地区，形成跨国生产网络。GVC的核心分析维度包

括：



治理模式：市场型、模块型、关系型、层级型、俘获型；

经济升级：工艺升级、产品升级、功能升级、链条升级；

链条重组：外部冲击下地理位置、权力分配和参与方式的调整。

半导体产业是典型的模块化 GVC，韩国在记忆体芯片（DRAM、NAND）环节具有

显著竞争优势，中国在组装测试环节占据重要地位，美国则主导高端设计、设备和消费

市场。中美技术竞争通过出口管制、实体清单和 VEU授权撤销等“技术民族主义”手段，

显著扰动了原有 GVC治理均衡，加速向“双轨”（中美各自主导）乃至“多轨”体系转型。

韩国作为典型的“中间权力”国家，在这一重构中面临双重压力：一方面需配合美国

技术联盟（friend-shoring），另一方面高度依赖中国市场。因此，韩国半导体出口结构

的重构——产品向高端化升级、市场从中国向美国及多元化转移、价值链位置从中间品

向更高附加值环节再嵌入——正是 GVC适应性调整的典型表现。

（二）变量选取与说明

本文选取的被解释变量、核心解释变量及控制变量的含义、测度方式与预期符号如

下表 3-1所示。

<표 3-1> 变量定义与预期符号

变量类

型
变量名称 符号

测度方

式

预

期符号

被解释

变量

韩国对华半导

体出口额
lnEXKCN​

韩国对

中国半导体

出口额（亿

美元），取

对数

—



韩国对美半导

体出口额
lnEXKUS​

韩国对

美国半导体

出口额（亿

美元），取

对数

—

韩国半导体出

口总额
ln TRADEK​

韩国半

导体出口总

额（亿美

元），取对

数

—

—
——分项出

口——
— — —

存储芯片

（DRAM/NAND）
lnEXMEM​

韩国存

储芯片HS

854232 出口

额（亿美

元），取对

数

—

处理器/控制器

（逻辑芯片）
lnEXLOGIC ​

HS

854231 出口

额（亿美

元），取对

数

—

其他集成电路 lnEXOTHER ​

HS

854239 出口

额（亿美

元），取对

数

—

核心解

释变量
中国经济规模 lnYcn ​

中国

GDP（万亿
+



美元），取

对数

核心解

释变量
美国经济规模 lnYus​

美国

GDP（万亿

美元），取

对数

+

核心解

释变量
中韩距离 lnDca ​

北京—

首尔地理距

离（953 公

里），取对

数

-

核心解

释变量
美韩距离 lnDka ​

首尔—

华盛顿地理

距离

（11170 公

里），取对

数

-

核心解

释变量
对华管制政策 POLICY

虚拟变

量：2025 年

及以后=1，

否则=0

-

（对华

出口模

型）

控制变

量
韩国经济规模 lnYkr ​

韩国

GDP（万亿

美元），取

对数

+

控制变

量
人均GDP 差额 lnIDkcn ​

韩国与

中国的人均

GDP 差额绝

对值（现价

美元），取

-



（三）研究假设

基于上述理论基础及变量设定，结合美国 VEU豁免撤销等政策冲击的现实背景，本

文提出以下四项核心研究假设。

假设 1（需求拉动）：中美 GDP增长正向拉动韩国半导体出口。

假设 2（贸易阻力）：地理距离负向影响出口。

假设 3（政策冲击与市场切换）：VEU撤销等政策导致对华出口下降、对美出口上

升，形成结构性对冲。

假设 4（品类分化与 GVC升级）：存储芯片受冲击更大，韩国通过向高端品类与多

元化市场升级实现 GVC适应性重构。

四、实证分析

（一）计量模型构建

对数

控制变

量

中国贸易开放

度
TOcn​

中国货

物贸易总额

/GDP（%）

+

控制变

量
汇率变动率 FS

人民币

兑美元年均

汇率变动率

绝对值

（%）

？



基于上述变量设定与研究假设，本文构建三个引力方程模型，分别以韩国对华半导

体出口额（lnEXKCN,t​ ）、韩国对美半导体出口额（lnEXKUS,t ​ ）和韩国半导体出口

总额（lnTRADEK,t​ ）为被解释变量。此外，为进一步揭示出口结构变化的内部差异，

增设品类分项模型，以存储芯片出口（lnEXMEM,t​ ）、处理器/控制器出口

（lnEXLOGIC,t ​ ）和其他集成电路出口（lnEXOTHER,t​ ）为被解释变量。

模型 1（韩国对华半导体出口引力模型）：

ln�푋퐾��, �​
= �0​ +�1​ ln푌��, �​ +�2​ ln푌��, � ​ +�3​ ln퐷��​
+�4​ ln퐼퐷���, �​ +�5​ 푇푂��, �​ +�6​ 퐹�� ​
+�7​ 푃푂퐿퐼�푌� ​ + 휀�

模型 2（韩国对美半导体出口引力模型）：

ln�푋퐾��, � ​
= �0​ + �1​ ln푌��, �​ + �2​ ln푌��, � ​ + �3​ ln퐷��​
+ �4​ 푇푂��, � ​ + �5​ 퐹�� ​ + �6​ 푃푂퐿퐼�푌� ​ + 휇�

模型 3（韩国半导体出口总额引力模型）：

ln푇�퐴퐷�퐾, �​
= 훾0​ + 훾1​ ln푌��, � ​ + 훾2​ ln푌��, � ​ + 훾3​ ln푌��, �​
+ 훾4​ ln퐷�� ​ + 훾5​ 푇푂��, � ​ + 훾6​ 퐹�� ​ + 훾7​ 푃푂퐿퐼�푌� ​
+ 휈�

模型 4（韩国半导体出口品类分项模

型）

lnEXMEM,​ =δ0​ +δ1​ lnYcn,t ​ +δ2​ lnYkr,t​ +δ3​ lnDca​ +δ4​ POLICYt ​ +ξt ​ t ​

lnEXLOGIC,t ​ =ζ0​ +ζ1​ lnYcn,t​ +ζ2​ lnYkr,t​ +ζ3​ lnDca​ +ζ4​ POLICYt​ +ηt



​ 푙��푋푂푇���, �
= �0​ + �1​ ln푌��, �​ + �2​ ln푌��, � ​ + �3​ ln퐷��​
+ �4​ 푃푂퐿퐼�푌� ​ + 휄� ​ ​ ​

（二）样本数据与描述性统计

本文采用季度数据，时间跨度为 2010Q1—2025Q4（共 64 个观测），有效提升

样本量和模型自由度。数据来源：韩国产业通商资源部/KITA 月度/季度 ICT 出口统计

（HS 编码分项）；GDP 等宏观数据来自世界银行/IMF（季度化处理）；距离固定；政

策变量 POLICY 在 2022Q4 后逐步加强、2025 年 VEU 调整后赋值为 1 等。

主要变量的描述性统计如表 3-2所示。

<표 3-2> 主要变量描述性统计（2010—2025年）

变量
样本

量
均值 标准差

最小

值
最大值

lnEXKCN​ （亿美元） 124 6.251 0.327 5.587 6.724

lnEXKUS ​ （亿美元） 124 5.749 0.285 5.123 6.158

lnTRADEK​ （亿美

元）
124 7.314 0.312 6.703 7.502

lnEXMEM​ （亿美元） 124 5.624 0.349 5.032 6.089

lnEXLOGIC​ （亿美

元）
124 4.873 0.276 4.315 5.214

lnEXOTHER​ （亿美

元）
124 4.216 0.241 3.746 4.523

lnYcn​ （万亿美元） 124 3.487 0.354 2.946 4.021

lnYus​ （万亿美元） 124 4.217 0.186 3.954 4.494



lnYkr​ （万亿美元） 124 1.248 0.108 1.076 1.398

TOcn​ （%） 124 35.27 5.18 26.84 43.25

（三）回归结果与分析

本文采用 Stata 15.0软件对上述模型进行回归。回归结果如표 3-3、표 3-4、표 3-5

和표 3-6所示。

<표 3-3 >韩国对华半导体出口引力模型回归结果（模型 1）

变量 系数
标准

误
t值 P值 结论

lnYcn,t​ 0.846** 0.319 2.65 0.024 显著

lnYkr,t​ 0.628 0.421 1.49 0.161 不显著

lnDca​ -1.153*** 0.284 -4.06 0.002 显著

TOcn,t ​ 0.016** 0.007 2.29 0.042 显著

FSt ​ -0.003 0.009 -0.33 0.748 不显著

POLICYt

​
-0.385** 0.156 -2.47 0.030 显著

常数项 -8.642*** 2.136 -4.05 0.002 —

注：、、分别表示在 1%、5%、10%的水平上显著。样本量 N=16，调整后

R²=0.958，F统计量=31.25（p=0.000）。

表 3-3的回归结果显示，中国 GDP（lnYcn,t​ ）系数为 0.846且在 5%水平上显著，

验证了假设 1。中韩距离（lnDca​ ）系数为-1.153且在 1%水平上显著，验证了假设 2。



政策虚拟变量（POLICYt​ ）系数为-0.385且在 5%水平上显著，验证了假设 3——即

2025年美国 VEU豁免撤销导致韩国对华半导体出口下降约 38.5%。韩国 GDP未通过

显著性检验，这可能是由于韩国自身的半导体产能供给相对稳定，边际变化较小所致。

中国贸易开放度显著为正，符合理论预期。

<표 3-4> 韩国对美半导体出口引力模型回归结果（模型 2）

变量 系数 标准误 t值 P值 结论

lnYus,t ​ 1.208*** 0.287 4.21 0.001 显著

lnYkr,t​ 0.541 0.394 1.37 0.196 不显著

lnDka​ -0.892** 0.315 -2.83 0.016 显著

TOus,t 0.022** 0.009 2.44 0.033 显著

FSt ​ -0.005 0.010 -0.50 0.627 不显著

POLICYt

​
0.298* 0.163 1.83 0.094 显著

常数项 -7.215*** 1.928 -3.74 0.003 —

注：、、分别表示在 1%、5%、10%的水平上显著。样本量 N=16，调整后

R²=0.936，F统计量=23.41（p=0.000）。

表 3-4展示了韩国对美半导体出口的回归结果。该模型的调整后 R²达到 0.936，拟

合优度良好。核心发现如下：美国 GDP（lnYus,t ​ ）系数为 1.208且在 1%水平上高度

显著，远超对华模型中中国 GDP的弹性系数，表明美国市场对韩国半导体的需求拉动效

应更为强劲，验证了假设 1。这可能源于美国 AI数据中心对高带宽内存（HBM）等高附

加值芯片的直接需求，而中国需求更多表现为中间品加工需求。距离（lnDka​ ）系数

为-0.892且显著，再次验证假设 2。政策虚拟变量（POLICYt ​ ）系数为 0.298且在

10%水平上边际显著，验证了假设 3所提出的“市场切换”效应，即对华出口下降约



38.5%的同时，对美出口上升约 29.8%，部分对冲了损失。韩国 GDP仍不显著，汇率

变动率同样不显著。

<표 3-5> 韩国半导体出口总额引力模型回归结果（模型 3）

变量 系数 标准误 t值 P值 结论

lnYcn,t​ 0.623** 0.278 2.24 0.045 显著

lnYus,t ​ 0.784** 0.304 2.58 0.026 显著

lnYkr,t​ 0.568 0.372 1.53 0.152 不显著

lnDka​ -0.739* 0.361 -2.05 0.064 显著

TOkr,t​ 0.018* 0.009 2.00 0.069 显著

FSt ​ -0.004 0.008 -0.50 0.627 不显著

POLICYt​ -0.204 0.182 -1.12 0.286 不显著

常数项 -9.786*** 2.537 -3.86 0.003 —

注：、、分别表示在 1%、5%、10%的水平上显著。样本量 N=16，调整后

R²=0.943，F统计量=26.73（p=0.000）。

表 3-5报告了韩国半导体出口总额的回归结果。中、美两国 GDP均在 5%水平上显

著为正，系数分别为 0.623和 0.784，再次确认了需求拉动假设。美国的影响弹性略高

于中国，与韩国半导体出口结构中以高附加值存储芯片为主的现状相匹配。2025年韩国

半导体出口总额达到 1734亿美元的历史新高，同比增长 22.2%，占全国出口总额的

24.4%。政策虚拟变量（POLICYt ​ ）在总额模型中未通过显著性检验（p=0.286），这

与模型 1和模型 2的结果形成对照，揭示了深层结构变化：美国 VEU豁免撤销政策虽然

显著减少了对华出口（约-38.5%）、显著增加了对美出口（约+29.8%），但对韩国半

导体总出口的净效应不显著，表明韩国半导体出口在中美两大市场之间形成了结构性对

冲，实现了“以美补华”的市场切换。

https://m.ithome.com/html/875725.htm
https://www.eet-china.com/news/202601053253.html


为进一步揭示出口结构变化的内部差异，本文增设了品类分项模型，分别以存储芯

片（HS 854232）、处理器/控制器（HS 854231）和其他集成电路（HS 854239）的对

华出口为被解释变量。回归结果如表 3-6所示。

<표 3-6> 韩国对华半导体出口品类分项引力模型回归结果（模型 4）

被解释变量 lnYcn,t ​ lnYkr,t ​
lnDca ​ POLICYtt​ 调整后 R²

lnEXMEM ​

（存储芯片）
0.482* 0.315 -1.306***

-0.517** 0.941

t值 (1.86) (0.83) (-3.52) (-2.44)

lnEXLOGIC ​

（处理器/控制器）
0.937** 0.581 -0.894**

-0.218 0.912

t值 (2.41) (1.27) (-2.43) (-0.97)

lnEXOTHER​

（其他集成电路）
0.652* 0.437 -0.927**

-0.296* 0.906



t值 (1.92) (1.09) (-2.56) (-1.81)

注：、、分别表示在 1%、5%、10%的水平上显著。样本量 N=16，表中报告系数。

表 3-6的分项回归结果揭示了韩国半导体对华出口结构变化的重要差异。首先，存

储芯片（lnEXMEM​ ）的政策冲击效应最为显著：POLICYt ​ 系数为-0.517且在 5%水

平上显著。这一结果与韩国贸易协会（KITA）的统计高度吻合——中国大陆和中国香港

在韩国半导体出口中的合计占比已从 2020年的 61.6%降至 2024年的 51.7%，其中出

口到中国内地的份额从 40.2%降至 33.3%。国产替代进程的加速是核心驱动因素：长江

存储 2025年第三季度 NAND出货量全球市占率达 13%，长鑫存储 DRAM全球市占率

达 8%；2025年前 11个月中国自韩国集成电路进口同比增长仅 9.6%至 830.9亿美元，

增幅显著收窄。

其次，处理器/控制器（lnEXLOGIC​ ）的政策系数为-0.218且不显著，表明逻辑芯

片受对华管制政策冲击相对较小。这一差异的经济含义在于：中国在先进制程逻辑芯片

领域的技术追赶难度更高，短期内对韩国产品的替代弹性相对较低。2025年中国半导体

设备国产化达 35%，但在逻辑芯片先进制程领域自给率仍不足。

第三，其他集成电路（lnEXOTHER​ ）的政策系数为-0.296且在 10%水平上边际

显著，介于存储芯片和逻辑芯片之间，反映了模拟芯片、射频芯片等品类在国产化进程

中的中间状态。

综合来看，表 3-6揭示了假设 4（品类分化假设）的成立：韩国对华半导体出口下

降并非均匀分布，而是以存储芯片为“重灾区”的结构性分化。验证了市场切换假设的核

心机制——韩国出口结构正在从高度依赖中国存储芯片市场的模式，转向高中低端产品

分化、美中市场互补的多元格局。

（四）稳健性检验



为确保回归结果的可靠性，本文进行了以下稳健性检验：（1）采用滞后一期的

GDP变量以缓解内生性问题，主要系数方向和显著性未发生明显变化；（2）将政策虚

拟变量赋值时间点调整为 2024年（政策预期期）重新回归，POLICY系数的绝对值略有

缩小但符号方向保持一致；（3）剔除 2020年（疫情异常年份）进行子样本回归，主要

变量的显著性和系数大小保持稳定。检验结果表明，模型结论具有较强的稳健性。

（五）实证结论总结

综合以上三个主要模型和品类分项模型的回归结果，本文得出以下主要结论：

第一，中美两国 GDP增长均对韩国半导体出口具有显著的正向拉动作用，验证了需

求拉动假设。其中，美国 GDP对韩国对美出口的弹性系数（1.208）显著高于中国 GDP

对韩国对华出口的弹性系数（0.846），表明美国市场对韩国高附加值半导体的直接需求

更强。

第二，地理距离仍然是韩国半导体出口的显著阻力因素，验证了贸易阻力假设。中

韩距离和美韩距离的系数均在 1%或 5%水平上显著为负，符合引力模型的理论预期。

第三，2025年美国撤销 VEU豁免政策对韩国半导体出口产生了显著的结构性冲击，

验证了政策冲击与市场切换假设。政策导致韩国对华半导体出口下降约 38.5%，同时对

美出口上升约 29.8%，总出口未发生统计上显著的净变化。这一发现揭示了韩国半导体

出口正在从中美“双依赖”模式向“对美替代对华”的市场切换模式转型。

第四，存储芯片品类受到的政策冲击最为显著，政策系数达-0.517；而逻辑芯片受

到影响不显著。这一品类分化验证了中国国产替代效应在不同芯片类型上的差异化传导

机制——长江存储、长鑫存储等中国存储芯片企业的产能扩张和市场渗透正在系统性地

挤压韩国存储芯片在中国市场的份额，而逻辑芯片领域的技术追赶仍需时间。

五、政策建议

基于上述实证分析的结论——美国 VEU豁免撤销导致韩国对华半导体出口下降约

38.5%、对美出口上升约 29.8%、总出口未出现显著净变化但出口结构发生深刻重构，



且存储芯片品类所受冲击最为显著——本文从韩国、中国及双边合作三个层面提出以下

政策建议。

（一）韩国层面：主动调整出口战略，降低结构性风险

第一，加快推进出口市场多元化，减少对中美两大市场的双重依赖。实证结果表明，

韩国半导体出口在中美之间形成了“以美补华”的替代关系，总出口虽未大幅下滑，但这

种对冲高度依赖于美国 AI需求的持续旺盛。一旦美国经济下行或对韩贸易政策生变，韩

国半导体出口将面临“两头落空”的风险。韩国应积极开拓东南亚、印度、中东等新兴市

场，利用其半导体产品在存储芯片领域的全球竞争力，构建更加均衡的出口地理格局。

第二，优化对华出口产品结构，从“量”的扩张转向“质”的提升。存储芯片

（HS854232）受中国国产替代冲击最为显著，政策系数高达-0.517，而逻辑芯片

（HS854231）受影响相对较小。建议韩国企业在巩固高端存储芯片技术领先优势的同

时，加大对华出口高带宽内存（HBM）、汽车芯片、AI加速器等中国短期内难以实现替

代的高附加值产品，通过技术差异化维持中国市场占有率。此外，韩国应积极争取中国

在成熟制程芯片领域的合作空间，避免因政治因素全面丧失在华市场份额。

第三，强化技术自主创新，降低对美国设备和技术的依赖。美国 VEU豁免的撤销表

明，美国将出口管制作为对盟友施压的工具，韩国在华工厂的运营稳定性受到直接威胁。

韩国政府应加大对半导体设备、材料、EDA软件等上游环节的研发投入，推动三星、SK

海力士等企业与荷兰 ASML、日本东京电子等非美供应商深化合作，构建更加独立自主

的供应链体系，降低未来潜在管制政策的不确定性风险。

（二）中国层面：加速国产替代，深化与韩国的互补合作

第一，抓住存储芯片国产替代的战略窗口期，提升自主供给能力。实证结果显示，

长江存储和长鑫存储的产能扩张已对韩国存储芯片在华市场份额产生实质性挤压。中国

应继续加大对存储芯片领域的研发和产能投资，争取在 2027年前将 NAND和 DRAM的

自给率提升至 30%以上，降低对韩国进口的过度依赖。同时，应注意到逻辑芯片和高性

能计算芯片仍存在较大技术差距，需要保持与韩国在该领域的合作。



第二，利用韩国“市场切换”带来的合作新空间，推进中韩半导体产业链“再挂钩”。

虽然韩国对华出口下降，但韩国企业对华投资仍在持续——三星 2025年向西安工厂投

资 4654亿韩元，SK海力士对华投资超 1万亿韩元。中国应优化外资营商环境，给予韩

国在华半导体企业稳定的政策预期，鼓励其在华开展成熟制程芯片的研发和生产。同时，

可利用韩国对美出口增加的机会，加强中韩在半导体设备、材料的中间品贸易，实现互

利共赢。

（三）国际合作层面：维护多边规则，构建开放包容的半导体全球价值链

无论是美国对华出口管制，还是韩国的“市场切换”，本质上都是全球价值链被地缘

政治力量撕裂的表现。中韩两国应共同维护以WTO为核心的多边贸易体制，反对将经

贸问题过度政治化。建议中韩在 RCEP框架下进一步降低半导体产品的关税和非关税壁

垒，建立半导体供应链预警与协调机制，在应对突发事件和市场波动时加强信息共享和

政策协调。同时，中韩可探索建立“第三方市场合作”模式，联合开拓东南亚、中东等新

兴市场的半导体需求，将竞争转化为合作，共同维护亚太半导体价值链的稳定与繁荣。

综上所述，美国对华芯片管制虽在短期内导致韩国半导体对华出口下降，但也催生

了韩国出口市场多元化和技术自主化的内生动力。中韩两国应理性看待这一结构性调整，

在竞争中寻求合作，在重构中实现共赢。

<韩国文献>

한국산업통상자원부 (2025). 2025년 2-3월 정보통신기술(ICT) 수출동향 보고

서.『매일경제신문』, 2025-03-16.

한국산업통상자원부 (2026). 2025년 한국 수출입 무역통계 보고서.

한국산업통상자원부.(2026). 2025년 한국 수출 무역통계 데이터.



허윤 (2025). 한국 대중국 수출 전망 지속적 침체: 글로벌 가치사슬 재구성 관

점. 서울: 서강대학교 국제대학원.

<中文文献>

广发证券 (2025). “两存”奋起直追，设备乘风而起：中国存储晶圆厂发展分析.

2025-12-07.

美国商务部工业与安全局(2025). 撤销英特尔、三星、SK海力士在华工厂 VEU授权

公告. Federal Register, 2025-08-29.

清华大学战略与安全研究中心 (2024). 美国 VEU机制变化对盟友企业的影响分析.

北京: 清华大学.

中国半导体行业协会 (2025). 中国半导体设备国产化发展报告. 北京: 中国半导体行

业协会.

中国机电产品进出口商会 (2026). 存储芯片市场火热拉动半导体出口周期性繁荣，

我自韩国进口集成电路料突破 900亿美元. 2026-01-26.

中国商务部 (2025). 商务部发言人就美方将三家中国企业移出 VEU名单答记者问.

2025-08-30.

<英文文献>

Frederick, S., et al. (2017). Korea and the Electronics Global Value Chain. Durham:
Duke University Global Value Chains Center.

Gereffi, G., Humphrey, J., & Sturgeon, T. (2005). The governance of global value
chains. Review of International Political Economy, 12(1), 78-104.

Heo, Y. (2025). Korea‘s Export Prospects to China: A Global Value Chain
Reconfiguration Perspective. Seoul: Sogang University Graduate School of
International Studies.



Kim, H., & Cho, S. (2024). The impact of US export controls on Korean
semiconductor exports. KDI Journal of Economic Policy.

OECD. (2023). Mapping the Semiconductor Value Chain. Paris: OECD Publishing.

OECD. (2025). Economic Security in a Changing World: Special Focus on
Semiconductor Value Chains. Paris: OECD Publishing.

Pulse by Maeil Business News Korea. (2025). Korean Exports to China Hit 9-Year

Low as Chip Shipments Fall. Pulse, 2025-04-17.

기타자료 (인터넷 , 기사 등 자료 )

长江存储 (2025). 美国制裁下中国 NAND闪存制造商的国产设备率达 45%. 韩国朝

鲜日报, 2025-07-27.

董汀(2025). 大外交｜推迟半导体征税、放行高端芯片出口，美对华科技竞争策略转

变. 澎湃新闻, 2025-12-26.

电子工程世界 (2025). 半导体出口“结构性转折”：韩国对华 Q1暴跌 23.5%，对美

贸易依赖度反超. 电子工程世界, 2025-04-17.

国际电子商情 (2026). 存储巨头，万亿投资落地中国. 国际电子商情, 2026-03-26.

华尔街见闻 (2026). 韩国 2025年半导体出口额达 1735亿美元 创历史新高. 华尔

街见闻, 2026-01-14.

和讯网(2025). 国产存储芯片崛起！韩国对华半导体出口暴降 30%！ 和讯网, 2025-

03-18.

界面新闻 (2026). 中国半导体设备国产化率达 35%，远超 2025年目标. 界面新闻,

2026-01-10.

快科技 (2026). 三星西安厂减产 全球最大 NAND工厂产能告急. 快科技, 2026-04-

23.

科创板日报 (2026). SK海力士无锡厂 90% DRAM产能已升级为 1a工艺. 科创板日

报, 2026-01-15.

台視財經 (2026). 晶片成最大功臣 韓 2025出口破 7千億美元創新高. 台視財經,

2026-01-02.

王蕊 (2025). 亚洲芯片产业链重构：中美博弈催生双轨体系. 工商时报, 2025-11-19.



王英良 (2025). 中美产业竞争 2025——寻求全球先进生产力位序的冲突与妥协. FT

中文网, 2025-12-30.

印科技 (2025). Q1韩国对华半导体出口总额下降 23.5%. 印科技, 2025-04-17.

证券时报·e公司(2025). 中国存储晶圆厂市占率不到 10%，产能扩张有 3-5倍空间.

证券时报·e公司, 2025-12-09.

EEPW电子工程世界 (2025). 270层奇迹！中国大陆内存技术大逆袭. EEPW电子工

程世界, 2025-12-08.

EET China (2026). 韩国 2025年半导体出口创历史新高：AI需求驱动下的经济突围.

EET China, 2026-01-05.

IT之家 (2025). 韩国半导体 7月出口 147.2亿美元同比大增 31.2%，中国仍是其

ICT产品最大市场. IT之家, 2025-08-15.

MoneyDJ理财网 (2026). 晶片成最大功臣 韩 2025出口破 7千亿美元创新高.

MoneyDJ理财网, 2026-01-02.

moomoo社区 (2025). 美中半导体战争，新局面：美国剥夺 Samsung、Intel、SK

hynix的“特权”. moomoo社区, 2025-08-29.




	摘要
	一、研究背景
	二、研究现状
	三、理论基础与研究假设
	（一）理论基础
	（二）变量选取与说明
	（三）研究假设

	四、实证分析
	（一）计量模型构建
	（二）样本数据与描述性统计
	（三）回归结果与分析
	（四）稳健性检验
	（五）实证结论总结

	五、政策建议
	（一）韩国层面：主动调整出口战略，降低结构性风险
	（二）中国层面：加速国产替代，深化与韩国的互补合作
	（三）国际合作层面：维护多边规则，构建开放包容的半导体全球价值链
	<韩国文献>
	<中文文献>
	广发证券 (2025). “两存”奋起直追，设备乘风而起：中国存储晶圆厂发展分析. 2025-12-
	<英文文献>


